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前言

　　信息技术的迅猛发展，特别是微电子技术与表面贴装技术的广泛使用，对传统的结构工艺方法提
出了新的挑战。
本书旨在通过对最新电子设备结构与工艺知识、理论的跟踪介绍，基本反映这一发展进步的主要脉络
。
本书编者大都具有企业生产经历，积累有较丰富的生产实践经验，因此该书内容具有较强的针对性与
实用性。
　　在本书的编写过程中力求体现以下特色：　　（1）简单但不零散。
本书力图以简洁的方式把这一学科的知识传递给学生，使其便于教师敦，便于学生学，避免因追求简
化而出现不能自圆其说的现象。
本书从电子设备的工作环境及可靠性要求入手，引入防护设计（环境防护设计、热设计、减振与缓冲
、电磁兼容设计），将防护设计应用到元器件布局与部件、整机设计，内容编排符合逻辑顺序。
　　（2）知识面宽但不深。
电子产品结构工艺是一门综合性学科，本书仍然保留其涉及内容多、知识面广的特色，既有可靠性、
环境防护设计、热设计、减振与缓冲、电磁兼容的理论介绍，又有元器件布局与组装、印制电路板的
结构设计及制造工艺、整机的装配与调试工艺、技术文件的编制与管理、微型化结构及整机结构等方
面的知识，为拓宽学生的知识面、适应不断变换的工作岗位刨造了条件。
同时，本书在介绍这些知识时，力求简洁，删除了以往的诸如理论创立背景、理论推导过程以及过多
的理论计算等，同时力求浅显，分析介绍的深度以一线工作岗位够用为准，就问题讲问题，不作过多
的延伸。
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内容概要

　　《电子产品结构工艺》编写过程中，遵循“精选内容、加强实践、培养能力、突出应用”的原则
，主要内容有：概论、电子设备的防护设计、电子设备元器件布局与装配、印制电路板的结构设计及
制造工艺、电子设备的整机与调试等。
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章节摘录

　　（1）电子设备中的零部件、元器件的品种和规格应尽可能少，技术参数、形状、尺寸应尽最大
限度标准化和规格化，尽量采用生产厂以前曾经生产过的零部件或其他专业厂生产的通用零部件或产
品，这样便于生产管理，有利于提高产品质量，保持产品继承性，并能降低成本。
　　（2）设备中的机械零部件、元器件必须具有较好的结构工艺性，生产时能够采用先进的工艺方
法和流程，降低原材料消耗，缩短加工工时。
例如，零件的结构、尺寸和形状应便于实现工序自动化；以无屑加工代替切削加工；提高冲制件、压
塑件的数量和比例等。
　　（3）设备所使用的原材料的品种规格越少越好，应尽可能少用或不用贵重材料，立足于使用国
产材料和货源广、价格低的材料。
　　（4）设备（含零部件）加工精度的要求要与技术要求相适应，不允许无根据地追求高精度。
在满足产品性能指标的前提下，其精度等级应尽可能低，装配也应简易化，尽量不搞选配和修配．便
于自动流水线生产。
　　2．经济性对电子设备的要求　　电子设备的经济性包括使用经济性和生产经济性两方面内容。
设备在使用、贮存和运输过程中所消耗的费用，称为使用经济性，其中维修费所占的比例最大，电费
次之。
生产经济性是指生产成本，它包括生产准备费用，原材料和辅助材料费用，工资和附加费用、管理费
用等。
为提高产品的经济性，在设计阶段应考虑以下几个问题：　　（1）研究产品的技术条件，分析产品
设计参数、性能和使用条件，正确制定设计方案和确定产品的复杂程度，这是提高产品经济性的首要
环节。
　　（2）由产量确定产品的结构形式和生产类型。
产量的大小决定着生产批量的规模，进而影响生产方式的类型。
　　（3）在保证产品性能的条件下，按最经济的生产方式设计零部件，在满足产品技术要求的条件
下，选用最经济合理的原材料和元器件，以降低产品的成本。
　　（4）周密设计产品的结构，使产品具有较好的操作维修性能和使用性能，降低设备的维修和使
用费用。
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